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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Contratacién de: Software para el disefio automatizado de componentes de

radiofrecuencia y microondas en tecnologia planar.

Presupuesto maximo licitacién (IVA excluido): 25

DESCRIPCION TECNICA:

INTRODUCCION

La produccion de un determinado componente de radiofrecuencia y microondas conlleva cuatro fases: disefio,
fabricacién, prueba y ajuste. Sin embargo, a pesar de que durante los ditimos afios se ha producido un rapido
desarrotlo de las capacidades computacionales de los ordenadores modernos, junto con un rapido desarrollo de
herramientas de andlisis electromagnético (EM) muy precisas, en la fase de disefio y ajuste se requiere la
intervencion manual de un usvario experto de los diversos programas que permiten analizar y diseflar estas
estructuras. Esta intervencion ralentiza su produccién (incrementa los costes), y no garantiza la obtencién de la

solucion que cumple con las especificaciones de forma 6ptima.

Las herramientas software de disefio automatizado (CAD) reducen de forma considerable los costes de produccion
integrando las fases de disefio y ajuste en una tinica plataforma de disefio asistido por ordenador. Estos marcos de
disefio consiguen que las diferentes herramientas implicadas (simulacién circuital y electromagnética, optimizacion,

y generacién de esquemdticos y topologias -layouts-} trabajen de forma conjunta y eficiente minimizando la

intervencién manual por parte del disefiador.

REQUISITOS MINIMOS

El software suministrado incorporara al menos las siguientes caracteristicas técnicas:

-Interfaz de usuario que permita la introduccién del disefio de circuitos planares (simple y multiples capas).
-Simulacién lineal/no lineal.

-Capacidad para realizar diferentes tipos de andlisis: DC, AC, pardmetros S.

-Libretias de componentes y subsistemas de RF y microondas, tanto activos como pasivos.
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-Optimizacion del disefio, es decir, inclusion de algoritmos que permitan el disefio optimizado de dispositivos de
RF y microondas.

-Licencia perpetua para uso en todo tipo de proyectos,

-Generacion de layout 2D/3D.

-Simulacion electromagnética de estructuras planares 3D.

-Andlisis de distintas tecnologias: MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuits), PCB (Printed Circuit Board),
multicapa, LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic),

-Ejemplos/tutoriales ilustrativos del manejo del software.

-Soporte técnico durante el primer afio de funcionamiento.

-Capacidad de importacién/exportacién de ficheros en formatos estandar tales como: Gerber, GDSII, DXF.

POSIBILIDADES DE AMPLIACION

Se valoraran positivamente que el software presente ofras funcionalidades a mayores o que sea posible su
ampliacién, en particular;

-Inclusién de licencias adicionales para uso no comercial (actividades de I+D y académicas).

-Posibilidad de realizacién de un estudio electro-térmico de la estructura.

-Dibujo de estructuras arbitrarias 3D y su importacion (archivos tipo CAD), ademés de la simulacion
electromagnética de ese tipo de estructuras arbitrarias 3D.

-Co-simulacién EM del esquemdtico, layout y componentes 3D previamente disefiados/analizados.

-Capacidad de andlisis de circuitos de RF/microondas multicapa/I. TCC.

-Anilisis en el dominio del tiempo de circuitos de alta frecuencia (por ejemplo diagramas de ojo e integridad de
seftales).

-Posibilidad de trabajar con PDKs (Process Design Kits) de diferentes foundries (por gjemplo OMMIC, RF
microdevices, IBM...).

-Posibilidad de intercambic y manipulacién de sefiales y medidas entre el software y los equipos de instrumentacién
electrénica (equipos de medida, generador de sefiales...).

-Capacidad de calculo de emisiones EMI, para verificacién de cumplimiento de distintos estandares (FCC, CISPR,

MIL-STD-461, ICNRP).
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INSTITUTO DE TELECOMUNICACION:E-S' Y
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